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(54) Title: RETAINING RING FOR HOLDING SEMICONDUCTOR WAFERS IN A CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING

DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTERING ZUM HALTEN VON HALBLEITERWAFERN IN EINER CHEMISCH-MECHANISCHEN

POLIERVORRICHTUNG

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a retaining ring (10) for holding

semiconductor wafers in a chemical-mechanical polishing device, which is more eco-
nomically produced and is especially more economically provided with a new plastic
element than retaining rings according to prior art. To this end, in order to be mounted
in a chemical-mechanical polishing device for semiconductor wafers, said retaining
ring (10) comprises: a carrier ring (12) consisting of a first material and comprising
assembly elements for mounting the carrier ring (12) on the polishing device; and a
supporting ring which consists of a plastic material and is concentrically arranged on
the carrier ring, said supporting ring being positioned, on a first front side thereof, on
a polishing surface of the polishing device, and being held on the carrier ring (12), on
the side thereof axially opposing the first front side, in an adhesive-free, detachable,
rotationally fixed, positively locking and/or force locking manner. The first material
has a higher rigidity than the plastic material of the supporting ring.

(57) Zusammenfassung: Um einen Haltering (10) zum Halten von Halbleiterwafern
in einer chemisch-mechanischen Poliervorrichtung zur Verfiigung zu stellen, der
kostengiinstiger als bisher hergestellt werden und insbesondere kostengiinstiger als
bisher mit einem neuen Kunststoffteil versehen werden kann, wird vorgeschlagen, dass
der Haltering (10) zur Montage in einer chemisch-mechanischen Poliervorrichtung
flir Halbleiterwafer umfasst: einen Tragerring (12) aus einem ersten Material, welcher
Montageelemente umfasst, mit denen der Trédgerring (12) an der Poliervorrichtung
montierbar ist; einen konzentrisch am Trigerring angeordneten Auflagering aus
einem Kunststoffmaterial, welcher mit einer ersten Stirnseite auf einer Polierfldche
der Poliervorrichtung aufliegt und welcher auf seiner zur ersten Stirnseite axial
entgegengesetzten Seite am Trigerring (12) klebemittelfrei, 16sbar, drehfest, form-
und/oder kraftschliissig gehalten ist, wobei das erste Material eine hohere Steifigkeit
aufweist als das Kunststoffmaterial des Auflageringes.
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